附件
镇江高新区“双高协同”企业创新需求表（第二批）
	企业名称
	矽佳半导体科技（江苏）股份有限公司

	联系人
	涂涛
	职务
	公共事务部经理

	电子邮箱
	Tao.tu@silexceed.net
	电话
	

	产业集群
	□高端装备制造 □生命健康 □数字经济
□新材料 □其他

	重点产业
	□航空航天（含低空经济）  □汽车及零部件（新能源汽车）
□新型电力（新能源）装备（含新型储能与氢能） 
□医疗器械和生物医药      □船舶海工装备
□高性能材料              □智能农机装备     
□新一代信息技术（含人工智能、具身智能和智能终端、脑机接口）
□视觉光学                □其他

	主营产品
	集成电路测试方案开发、晶圆测试、成品测试、老化测试、测试转接板、测试程序开发以及车规级芯片测试服务

	
	

	技术需求名称
	车规级芯片高可靠性测试关键技术研发与产业化应用

	项目总投入
（万元）
	200

	技术需求情况说明
	应用场景
	（主要阐述通过项目的解决，可实现的场景应用）
随着新能源汽车和智能网联汽车渗透率快速提升，车规级芯片（MCU、SoC、功率芯片、传感器等）对测试的可靠性、安全性、全生命周期可追溯性要求极高。
通过本项目的实施，旨在突破车规级芯片在高温/低温/高湿等极端工况下的高并行度测试稳定性、三温测试一致性、测试数据实时分析与良率闭环控制等关键技术难题，建立符合安全标准的车规芯片测试量产线，服务长三角车规芯片设计企业，实现进口测试服务的国产化替代。

	
	研究内容
	（项目研究内容，主要描述实现研究目标的载体，或者是研究目标的具体化。） 
开发面向车规级MCU和功率器件的高温（175℃）晶圆测试及KGD（Known Good Die）测试方案；
研究基于ATE的多Site并行测试硬件架构，提升测试效率与信号完整性；
研发车规芯片测试数据实时监控与动态良率管理系统，实现测试参数与工艺批次的高精度绑定与追溯；
构建车规芯片老化测试、HTOL测试与量产测试的数据闭环反馈机制，提升测试覆盖率与可靠性筛选能力。

	
	关键
技术指标
	（指标参数情况，不少于3条，限200字以内）
车规级芯片三温测试（-40℃~175℃）温控精度达到±2℃，测试良率稳定在98.5%以上；
多Site并行测试效率提升至64 Site同测，测试成本降低30%以上；测试数据实时采集与追溯系统：
每颗芯片测试数据与晶圆ID、批次信息绑定率达到100%，数据上传延迟≤5秒；

	技术需求类别
	□新产品研发 □产品升级换代 □生产线技术改造
□制造工艺改进 □制造装备改进 □其他

	意向合作方式
	□技术转让 □技术开发 □技术咨询 □技术服务 
□技术入股 □人才培养 □共建载体 □其他

	需求所处阶段
	□研制 □试生产 □小批量生产 □批量生产 □其他
	意向合作院校
	江苏大学
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